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江苏省集成电路封装、测试企业
留存备查资料


（企业所得税/研发费用加计扣除）





企业名称（盖章）：                                           

所  在  地  区：              市                  区（县）

填  报  日  期：           年           月             日  
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材料目录

一、承诺书
二、申请表
三、附件材料
□ 1、企业法人营业执照副本
□ 2、企业取得的其他相关资质证书
□ 3、企业人员结构情况说明（格式一） 
□ 4、汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同）等相关证明材料
□ 5、企业研究开发人员名单（格式二）
□ 6、企业开发销售的主要产品（服务）列表（格式三） 
□ 7、企业拥有的与集成电路封装、测试相关的不少于5项已授权发明专利、软件著作权证书材料
□ 8、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等） 
□ 9、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路封装、测试销售（营业）收入情况表（或集成电路封测销售收入专项审计报告） 
□ 10、经具有资质的中介机构鉴证的企业研究开发费用情况表（符合规定口径归集的研发费专项审计报告或研发费加计扣除鉴证报告）
□ 11、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 
□ 12、企业具有与开展集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料
□ 13、企业所得税年度纳税申报表（附表A107042，应与纳税申报表数据一致，研发费用加计扣除优惠留存备查资料不需要提供）
□ 14、其他材料：                                 




一、承 诺 书


本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。
本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。


单位法定代表人（签字）：


单位（盖章）：


                                  年    月    日




二、申 请 表

（一）企业概况 
	企业名称（中文）
	

	企业名称（英文）
	
	企业网址
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电   话
	
	身份证号/护照号
	

	联系人
	
	联系人手机
	
	联系人电邮
	

	企业注册日期
	
	初始获利年度
	

	企业注册资金
（万元）
	
	投资总额（万元）
	

	企业性质
	□ 国有    □ 外商独资    □ 中外合资    □ 民营     □ 其他

	是否上市企业
	□ 是 （上市地点及日期                      ）               □ 否

	是否高新技术企业
	□ 是    □ 否
	高新技术企业认定有效期
	
	高新技术企业认定证书号
	

	主管税务机关
	
	纳税人识别号(社会信用代码)
	

	主要股东及
持股情况
	
	持股比例
	%

	
	
	持股比例
	%

	
	
	持股比例
	%

	
	
	持股比例
	%

	
	
	持股比例
	%

	
	
	持股比例
	%




 (
— 
1
 —
)

（二）主要业务及产品（请在□ 内打√，其它请见详细说明）
	   企业类型
     □  集成电路封装         □  集成电路测试 

主要业务
  
□ 集成电路封装
封装类型  □  晶圆级封装  □ 系统级封装  □ 2.5D和3D封装
□  DIP □  SOP/SOJ □  QFP □  LCC  □  BGA/PGA □  MCP □  SIP   
□  其它          、            、            、           、           


□ 集成电路测试
中测圆片直径　 □  12英寸  □  8英寸    □ 6英寸   □ 5英寸   □  4英寸  

成测封装类型   □  DIP  □ SOP/SOJ  □  QFP  □  LCC   □  BGA/PGA  □ MCP   □ SIP 
□  其它          、            、            、           、           

   备注：

	与集成电路封装、测试相关的已授权的发明专利数量（件）
	
	与集成电路封装、测试相关的计算机软件著作权（项）
	

	质量
认证
情况
通
	□ 已通过   □ 尚未通过     如通过认证请列出取得证书的名称：
  1、
  2、
  3、
  4、


（三）生产开发环境
	


生
产
环
境
	生产厂房面积(M2)
	

	
	生产设备总数（台/套）
	

	
	减薄设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	贴片机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	划片机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	键合机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	倒装设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	塑封机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	测试台
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	其它：
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	其它：
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	


（四）申报企业人员构成情况
	当年月平均
职工总数
（名）
	
	大专以上学历月平均职工数（名）
	
	企业研发人员数（名）
	

	
	
	大专以上学历月平均职工人数占当年月平均职工总数比例
	%
	研发人员占当年月平均职工总数比例
	%

	硕士学历职工人数
	
	博士学历职工人数
	



（五）企业情况简介
	企业情况简介（包括：企业主要产品、生产能力、生产工艺和技术水平、行业地位、市场情况，知识产权成果，以及企业发展规划和有关建议）。















	企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：



 (
— 
1
 —
)
（六）企业上年度经营情况           单位：万元(外币换算成人民币，保留到整数)
	企业收入总额
	
	                    /

	企业销售（营业）收入总额
	
	其
中
	内销
	

	
	
	
	出口
	

	集成电路封装、测试销售（营业）收入
	
	集成电路封装、测试销售（营业）收入
占企业收入总额比例
	%

	符合财税〔2015〕119号文件规定口径的研究开发费用总额
	
	研究开发费用总额占企业
销售（营业）收入总额的比例
	%

	中国境内研究开发费用
	
	境内研究开发费用占研究
开发费用总额的比例
	%

	利润总额
	
	纳税总额
	

	资产总计
	
	固定资产净值
	

	总产量（万片、万支、万块、万台、或其它单位）__        _______

	承担各级政府
项目情况（实施中的项目）
	□  已承担

□  未承担
	国家级项      项； 省级       项； 地市级       项； 其他      项。
承担项目基本情况描述：



科研经费拨款总额：                      （万元）
注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。

	
财务负责人（签字）：





   企业财务章


                               年   月   日
	
企业法定代表人或负责人（签字）





  企业公章



                                    年   月   日

	备  注
	    



部分附件材料参考样式：
格式一

企业人员结构情况说明

一、我公司人员构成情况：
月平均职工总数为      名，其中：具有劳动合同关系的     名；劳务派遣      名；具有聘用关系     名（需提供相应证明材料）。
大专及以上学历月平均职工人数     名（大专   名、本科   名、硕士   名、博士   名），占企业月平均职工总人数的比例    %。
二、我公司研究开发人员情况：
研究开发人员月平均数      名，
占企业月平均职工总数的比例       %。
三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：



             企业名称：                （公章）

                               年     月     日

格式二
企业研究开发人员名单
	序号
	姓 名
	社保编号
	研发工作岗位/内容
	学历
	职称
	入职时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



格式三
企业主要集成电路封装、测试产品（服务）列表
	序号
	产品（服务）名称
	规格/型号
	关键性能指标
	年产量/单位
	销售额
（万元）
	主要客户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



全年集成电路封装、测试销售合计：            万元。



注意事项

1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖鲜章）。
2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。
3、《申请表》中：企业销售（营业）总额=内销+出口=集成电路封装、测试销售收入（包括自主集成电路产品封装、测试收入和代加工集成电路产品封装、测试收入）+代销集成电路产品收入+其他收入（如：非集成电路业务销售收入、服务收入、国家项目开发费等）。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。
4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数＝当年各月平均职工总人数之和÷12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。
5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“□ ”中划“√”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。
6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等规定执行。
7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。
8、《江苏省集成电路封装、测试企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。

